Alternativ kann der Pin Upaiup auch unbeschaltet bleiben,
jedoch milssen dann zumindest die Ausgangsleitungen des
30-BS-Moduls (z. B. INT und SDO) in der externen Mikro-
controller-Schaltung mit Pull-up-Widerstanden versehen
werden. Dafiir kann man natiirlich auch die in vielen Mikro-
controllern enthaltenen internen Widersténde verwenden.
Fiir die Datenkommunikation stehen einem wahlweise eine I2C-,
eine 3-polige SPI- und eine 4-polige SPI-Schnittstelle auf dem
3D-BS-Maodul zur Verfiigung. In den Abbildungen 7, 8 und 9
ist fiir jede dieser Schnittstellen jeweils eine mdgliche An-
schlussbelegung dargestellt. Zu beachten ist dabei, dass bei
der [2C-Variante der CSB-Pin auf ,high” und der SDO-Pin auf
Masse geschaltet werden muss, wobei das bereits vom Pull-
up-Widerstand R 10 tibernommen wird, wenn an Uuip gine
Spannung angeschlossen wird. Bei der 3-wire-SPI-Variante
ist nur der SDO-Pin auf Masse zu schalten.

Weitere Details zu den einzelnen Beschaltungen finden sich
im Hersteller-Datenblatt des BMAQZ20 [1].

Sicherheitshinweis:

Zur Gewdhrleistung der elek-
trischen Sicherheit muss es
sich bei der speisenden Quel-
le um eine Sicherheits-Schutz-
kleinspannung handeln.
AuRerdem muss es sich um
eine Quelle begrenzter Leis-
tung gemal EN60950-1 han-
deln, die nicht mehr als 15 W
liefern kann.

Ublicherweise werden beide
Forderungen z. B. von handels-
iiblichen Steckernetzteilen mit
bis zu 500 mA Strombelastbar-
keit erfillt.
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Von 0auf100in5Minuten -
inklusive Nachbau

Mit ein wenig Ubung im Léten hat man die beiden Stift-
leisten ST 1 und ST 2 innerhalb von einer Minute bestiickt.
Statt die beiliegenden Stiftleisten zu verwenden, kann man
natirlich auch direkt an die Buchsen Kabel anléten. Damit
ist der Aufbau des 3D-BS-Moduls bereits abgeschlossen, da
alle anderen Bauteile in SMD-Technik ausgefiihrt und bereits
werkseitig bestiickt sind. Die schnellste Methode, aus dem
Beschleunigungssensor erste Messdaten ,herauszukitzeln”,
ist die Verwendung des USB-12C-Interfaces van ELV [2]. Da-
fur ist das 30-BS-Modul tber die 1?C-Verbindung wie in den
Abbildungen 10 und 11 mit dem USB-12C-Interface zu verbin-
den und dieses tber ein USB-Kabel am PC anzuschliefien.

Die genaue Verwendung des USB-I2C-Interfaces und die
Funktion einer [2C-Schnittstelle ist in der als Download ver-
ftigbaren USB-I12C-Dokumentation ausfihrlich beschrieben,
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Ansicht und Bestiickungsplan des fertig bestiickten 3D-BS-Moduls, oben von der Unterseite,

unten von der Oberseite (VergroBerung auf 200 %)

# Stuckliste: 30-BS

Widerstéande:

10 kQ/SMD/0B03 R2-R11
1 M€2/SMD/0603 A1
Kondensatoren:

1 nF/SMD/0B03 c3
22 nF/SMD/0603 (ol
100 nF/SMD/0603 C1,05
10 pF/SMD/0805 C2,C4
Halbleiter:

TSI001KCXS RF/SMD IC1
IRLML2402TRPBF/SMD T1-T5
BAS385/SMD D1
Sonstiges:

BMAD20/SMD BS1
Stiftleisten, 1x 5-polig, gerade, print ST1,8T2 Bild 10: . Fliegende Verbindung” des 3D-BS mit dem USB-12C-

Interface



